
装片及键合配线图

L/F型号

芯片厚度(um)

装片胶

图   号
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芯片名称

封装品名

封装形式

产品信息 装片信息 键合信息

总焊线数

Min. BPO（um）

Min. BPP（um）

打线直径

打线材质

PAD1 PAD3

 划片槽(um) 铝层厚度(um)

芯片大小(um) 
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